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おおおお客様客様客様客様
図面、仕様書、図面データ（Ｇｅｒｂｅｒ，Ｄ
ＸＦ，ＤＷＧ）、結線図、部品リスト等

データの編集と承認依頼図の作成

図面のご承認と納期の確定

作業の開始

ＳＲ印刷

カバーレイ貼付け

表面処理

Ｏ／Ｓ検査

外形加工

梱包・出荷

部品実装

梱包・出荷

マスク作成 ＳＲスクリーン 抜き型手配

検査

ＦＰＣ基板完成までの流れ

補強版貼り付け

検査/測定

ＮＣドリル加工

スルーホールメッキ

基板準備

レジスト塗布

（ネガタイプ、ポジタイプ）

露光・現像

エッチングング
レジスト剥離

パターン検査
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ポリイミド系ＣＣＬ（2層/３層）の種類と構成

液晶ポリマー系ＣＣＬ

9,  12,  18μm25,  50,  75,  100μmラミネート2層材パナソニック

銅箔厚みポリイミド厚み工法構成メーカー

ＦＰＣ銅張基材(CCL)の種類と構成

３３３３層材層材層材層材ニッカンニッカンニッカンニッカン工業工業工業工業

ラミネートラミネートラミネートラミネート
２２２２・・・・３３３３層層層層

材材材材
有沢製作所有沢製作所有沢製作所有沢製作所

ラミネートラミネートラミネートラミネート２２２２層材層材層材層材宇部宇部宇部宇部エエエエククククシモシモシモシモ

キャスティングキャスティングキャスティングキャスティング２２２２層材層材層材層材新日鉄住金化学新日鉄住金化学新日鉄住金化学新日鉄住金化学 ３３３３μμμμ～～～～３５３５３５３５μμμμ
電解銅電解銅電解銅電解銅
圧延銅圧延銅圧延銅圧延銅

（（（（各社各社各社各社仕様仕様仕様仕様参参参参
照照照照））））

12.512.512.512.5μμμμ～～～～50505050μμμμ
（（（（各社仕様参各社仕様参各社仕様参各社仕様参

照照照照））））

ラミネートラミネートラミネートラミネート２２２２層材層材層材層材パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

銅箔厚銅箔厚銅箔厚銅箔厚みみみみポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド厚厚厚厚みみみみ工法工法工法工法構成構成構成構成メーカーメーカーメーカーメーカー

各材料の詳細については各社のホームページ
などで確認下さい
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キャスティング法 スパッタ法ラミネート法

ポリアミック酸

ワニス塗布

ポリアミック酸

ワニス塗布

ベースフィルム

電解銅電解銅電解銅電解銅メッキメッキメッキメッキ

熱可塑性

ポリイミド

銅箔

貼り付け

コアＰＩレジン

銅箔 ベースフィ
ルム

銅箔

接着剤層

ベースフィルム

ＦＰＣ２層材の構成

シード層スパッ
タ

Ｎｉ Ｃｒ

Ｃｕスパッタ

ＦＰＣ３層材の構造

銅箔

銅箔
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補強板

カバーレイ･レジスト

感光性タイプ （5～25μm）
レジスト

写真工法

熱硬化タイプ (5～40μm）
レジスト

印刷工法

フィルム層
ポリイミド（12.5μm，25μm等)

接着剤層
エポキシ (15μm，25μm，30μm，35μm等)

ポリイミドフィルム
カバーレイ

0.1～1.0mm
その他金属材料

（SUS,アルミ、銅など）

0.06～1.6mmガラスエポキシ(FR-4) ・両面接着テープ
・ボンディングシート

75, 125, 175, 225μmポリイミド

接着剤厚み材料

ボンディングシート(熱硬化性樹脂接着剤）

エポキシ系 25, 50μm補強板用

エポキシ系 25μm多層積層用

厚みなど用途
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0.2％程度50 ～100μm程度約50μm以上フィルムマスク

0.05％以下約10μm以下約50μm未満ガラスマスク

寸法精度アライメント精度L/Sマスク仕様

ポリイミドエッチング30μm Min狭スリット加工

最小径 ５～10μmポリイミドフィルム微細多孔

4層程度多層基板

ポリイミドエッチング加工/レーザー加工片側ランド平滑基板（ＢＶＨ仕様）

ポリイミドエッチング加工/レーザー加工フライングリード

片側ランド残り20μmMinランド

60～70μmピッチMin 仕様応相談両面高精細

35μmピッチMin  仕様応相談片面高精細

特長技術と応用

露光用マスク仕様と精度
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パターン外観 1

試料「２」
Ｘ1000

試料「２」
Ｘ3000

片面２５μmピッチ
PI:３８μm＋Cu８μm
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パターン外観 2
（ フライングリード 形成）

オーバーハング 250μm

オーバーハング 500μm
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さらなる小径をご希望の際は別途ご相談ください。

ＢＶＨの仕様

ポリイミドエッチング開孔 レーザー開孔

ポリイミドエッチング開孔仕様
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表面処理仕様

・四国化成工業㈱ タフエースなど
耐熱水溶性プリフ
ラックス

・電解,無電解銀メッキなどその他金属メッキ

・電解SnCu(錫銅合金メッキ）
（ 5～35μm)

半田メッキ

・Ni下地Auメッキ
（Ni3～5μm+Au0.03～0.3μm)

・直Auメッキ
(～0.3μm)

無電解金メッキ

・Ni下地Auメッキ
（Ni3～5μm＋Au0.03～1.0μm

・直Auメッキ
(～1.0μm)

電解金メッキ
(硬質、軟質）

仕様表面処理の種類

１．電解メッキにはメッキ用リードが必要でありかつ,O/Sチェッカー

ためメッキリードカット冶具が必要になる場合があります。

２．下地ニッケルメッキは金や銀の銅回路への拡散防止の目的です。

３．各メッキ厚の組み合わせ種類は無数にあり上記数字は目安とし

て下さい。
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基準孔パンチ加工

孔加工

加工精度

±0.010ケミカルエッチング

±0.050ＮＣドリル

±0.015基準穴パンチング加工

位 置 精 度（ｍｍ）工 法

孔径（ｍｍ）

0.05 0.1 0.15 0.25

レーザー加工

0.2 1.0 2.0 4.0

ドリル加工

ケミカルエッチング
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外形抜き型種類、精度

• ビク型 精度：±0.2mm

• ピナクル型 精度：±0.1mm

• 金型 精度：±0.05mm又は±0.1mm

ビク抜き型（製品寸法公差±0.2㎜）

最小間隔 1.6最小R 0.7

プレスガイドピン ２φ

最小孔φ１.0
0.1ピッチにて

φ30まで

最小クランク 0.8

最小コーナー １

最小間隔 0.9
最小 R 0.1

プレスガイドピン ２φ

最小孔 φ1.5

最小クランク 0.2

最小コーナー 0.3

ピナクル型（製品寸法公差±0.1㎜）

5

5
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※ ビク型（トムソン）・及びピナクル型は、簡易抜き型です。

およそのショット寿命は、3,000～10,000ショット

金型のおよそのショット寿命は、200,000～1,000,000ショット

※ 多面付けの場合、マスクアライメントマーク、プレスガイドピン

スペースなどのために製品間を10㎜以上離すことを推奨します。

Aの6%25.0＜A≦100

1.220.0＜A≦25.0

1.015.0＜A≦20.0

0.910.0＜A≦15.0

0.87.5＜A≦10.0

0.65.0＜A≦7.5

0.52.6＜A≦5.0

0.4A≦2.6

寸法(Ｂ)mm寸法(Ａ)mm

辺と辺の接近（抜き穴の場合）

MIN =Φ0.25

MIN  R = 0.2 

円と円の接近 MIN =0.2mm

但し、隣接する丸穴の最大径＝φ2.5

角穴と角穴の接近 MIN = 0.35mm

但し、隣接する角穴（辺）の最大長＝2.5mm

B

A

幅に対する最大長さ

巾 0.25 ⇒ 30 mm

巾 1.0 ⇒ 100 mm

抜き穴

MIN=0.25X0.5

金型（製品寸法公差±0.05又は±0.1）


